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１．概要（Summary） 

ガラス基板の医療用超音波 MEMS デバイスの作製

プロセス開発行った。ガラス基板の表面に Cavity を形

成し、SOI ウェハーと電極を形成したガラス基板とをウ

ェハー接合装置を用いて接合する。デバイスは、シリコ

ン単結晶のメンブレンと電極、ガラス Cavity 構造で形

成される。ガラス表面の Cavity はプラズマエッチング

で形成し、電極は Au/Cr薄膜で形成する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

基板接合装置 

【実験方法】 

400℃で接合を行い、接合後 SOI ウェハーの Si 基

板と BOX 層のエッチングを実施する。デバイス構造の

断面図を Fig. 1に示す。 

 

 

Fig. 1 Surface image of Ultrasonic Transducer 

(UT). 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

接合後の表面イメージを Fig. 2に示す。プロセスは

4 インチウェハーで行い、超音波デバイスの共振周波

数は 20MHz と 40MHz の二つのタイプを作製した。

共振周波数はメンブレンの厚みと面積、材料密度によ

って設定される。主に Si メンブレンの厚みと面積を調

整して共振周波数を設定する。 

 

 

Fig. 2  Surface image of the device after the 

wafer bonding process.  
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